
JP 5170232 B2 2013.3.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に実装されたデジタル系デバイスを覆うように前記基板上に配置された、第１シ
ールドおよび第２シールドを備えてなる電磁シールド構造であって、
　前記第１シールドは、前記基板のグランド端子に電気的に接続された導体から形成され
ていると共に、当該電磁シールド構造の最も外側に配置されており、
　前記第２シールドは、互いに別体として形成された導電性の第１構造部および導電性の
第２構造部を備えていると共に、前記第１構造部および前記第２構造部はそれぞれ前記基
板の電源端子に電気的に接続されており、
　前記第１構造部および前記第２構造部は、それらの一端にそれぞれ設けられた開口面が
所定の間隙をおいて互いに対向するように配置されており、
　前記デジタル系デバイスは、前記第１構造部と前記第２構造部の間にあって前記第１構
造部と前記第２構造部によって覆われていることを特徴とする電磁シールド構造。
【請求項２】
　前記第１シールドが、断面コ字状であって、前記デジタル系デバイスを覆う大きさを有
する天板と、前記天板の一辺に配置された第１側板と、前記一辺に対向する前記天板の他
の一辺に配置された第２側板とから形成されている請求項１に記載の電磁シールド構造。
【請求項３】
　前記第２シールドの前記第１構造部と前記第２構造部が、それぞれ、断面Ｌ字状であっ
て、前記デジタル系デバイスを覆う天板と、前記天板の一辺に屈曲して接続された側板と
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から形成されている請求項１に記載の電磁シールド構造。
【請求項４】
　前記第１シールドの天板と前記第２シールドの天板の間に、誘電体が設けられている請
求項１に記載の電磁シールド構造。
【請求項５】
　前記第１シールドと前記第２シールドが、前記第１シールドの側板と前記第２シールド
の側板とが互いに直交するように、または互いに平行となるように配置されている請求項
１に記載の電磁シールド構造。
【請求項６】
　前記第２シールドの前記第１構造部の天板と前記第２構造部の天板が、対象とする電磁
ノイズの波長λの概ね１／４（λ／４）に等しくない長さを持っている請求項１に記載の
電磁シールド構造。
【請求項７】
　前記第２シールドの前記第１構造部と前記第２構造部を介して、互いに異なる値の直流
電源に前記デジタル系デバイスを接続可能とされている請求項１に記載の電磁シールド構
造。
【請求項８】
　前記第１シールドと前記第２シールドと前記誘電体とが、前記デジタル系デバイスから
の電磁ノイズを抑制する電磁シールド機能に加えて、前記デジタル系デバイスの電源から
の電磁ノイズを抑制する電源デカップリング機能をも有している請求項４に記載の電磁シ
ールド構造。
【請求項９】
　前記第２シールドが、前記第１構造部と前記第２構造部の間の前記間隙を無くした一体
型構成とされていて、前記第１シールドと前記第２シールドが、前記第１シールドの側板
と前記第２シールドの側板とが互いに直交するように配置されるとともに、前記第１シー
ルドと前記第２シールドの間に誘電体が設けられている請求項１に記載の電磁シールド構
造。
【請求項１０】
　無線系デバイスとデジタル系デバイスとが基板上に実装された無線装置であって、
　前記デジタル系デバイスを覆うように前記基板上に配置された、第１シールドおよび第
２シールドを備えてなる電磁シールド構造を有し、
　前記第１シールドは、前記基板のグランド端子に電気的に接続された導体から形成され
ていると共に、当該電磁シールド構造の最も外側に配置されており、
　前記第２シールドは、互いに別体として形成された導電性の第１構造部および導電性の
第２構造部を備えていると共に、前記第１構造部および前記第２構造部はそれぞれ前記基
板の電源端子に電気的に接続されており、
　前記第１構造部および前記第２構造部は、それらの一端にそれぞれ設けられた開口面が
所定の間隙をおいて互いに対向するように配置されており、
　前記デジタル系デバイスは、前記第１構造部と前記第２構造部の間にあって前記第１構
造部と前記第２構造部によって覆われていることを特徴とする無線装置。
【請求項１１】
　前記第１シールドが、前記デジタル系デバイスを覆う天板と、前記天板の互いに対向す
る第１辺と第２辺にそれぞれ配置された一対の第１側板および第２側板とを有していて、
　前記第１側板が前記無線系デバイスに近い側に配置され、前記第２側板が前記無線系デ
バイスから遠い側に配置されている請求項１０に記載の無線装置。
【請求項１２】
　前記第１シールドが、断面コ字状であって、前記デジタル系デバイスを覆う大きさを有
する天板と、前記天板の一辺に配置された第１側板と、前記天板の一辺に対向する他の一
辺に配置された第２側板とから形成されている請求項１０に記載の無線装置。
【請求項１３】



(3) JP 5170232 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

　前記第２シールドの前記第１構造部と前記第２構造部が、それぞれ、断面Ｌ字状であっ
て、前記デジタル系デバイスを覆う天板と、前記天板の一辺に屈曲して接続された側板と
から形成されている請求項１０に記載の無線装置。
【請求項１４】
　前記第１シールドの天板と前記第２シールドの天板の間に、誘電体が設けられている請
求項１０に記載の無線装置。
【請求項１５】
　前記第１シールドと前記第２シールドが、前記第１シールドの側板と前記第２シールド
の側板とが互いに直交するように、または互いに平行となるように配置されている請求項
１０に記載の無線装置。
【請求項１６】
　前記第２シールドの前記第１構造部の天板と前記第２構造部の天板が、対象とする電磁
ノイズの波長λの概ね１／４（λ／４）に等しくない長さを持っている請求項１０に記載
の無線装置。
【請求項１７】
　前記第２シールドの前記第１構造部と前記第２構造部を介して、互いに異なる値の直流
電源に前記デジタル系デバイスを接続可能である請求項１０に記載の無線装置。
【請求項１８】
　前記第１シールドと前記第２シールドと前記誘電体とが、前記デジタル系デバイスから
の電磁ノイズを抑制する電磁シールド機能に加えて、前記デジタル系デバイスの電源から
の電磁ノイズを抑制する電源デカップリング機能をも有している請求項１４に記載の無線
装置。
【請求項１９】
　前記第２シールドが、前記第１構造部と前記第２構造部の間の前記間隙を無くした一体
型構成とされていて、前記第１シールドと前記第２シールドが、前記第１シールドの側板
と前記第２シールドの側板とが互いに直交するように配置されていると共に、前記第１シ
ールドと前記第２シールドの間に誘電体が設けられている請求項１０に記載の無線装置。
【請求項２０】
　基板上に実装されたデジタル系デバイスを覆うように前記基板上に配置された、第１シ
ールドおよび第２シールドを備えてなる電磁シールドの製造方法であって、
　前記第１シールドを形成する導体を前記基板のグランド端子に電気的に接続すると共に
、当該第１シールドを最も外側に配置することで前記第１シールドを形成し、
　前記第２シールドを形成する互いに別体として形成された導電性の第１構造部および導
電性の第２構造部を、それぞれ前記基板の電源端子に電気的に接続すると共に、前記第１
構造部および前記第２構造部の一端に開口面が所定の間隙をおいて互いに対向し、且つ、
前記デジタル系デバイスが前記第１構造部と前記第２構造部の間にあって当該第１構造部
と当該第２構造部により覆われるように配置する、ことで前記第２のシールドを形成する
、
電磁シールドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機などの無線通信を利用した機器において、集積回路（Large Scal
e Integration、以下、ＬＳＩという）やモジュールなどのデジタル系デバイスに装荷さ
れる電磁シールド構造と、それを用いた無線装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＳＩなどのデジタル系デバイスからは、デジタルクロック信号の高調波成分に起因す
る電磁波が空間へ放射され、周囲の電子機器へ影響を与えることがある。特に、デジタル
系回路とアナログ系回路（あるいは無線系回路）とが混在する電子機器では、デジタル系
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回路であるＬＳＩから発生した電磁波のうち、無線周波数に一致した電磁波が無線系回路
へ混入すると、電磁ノイズが発生し、受信アンテナの信号品質に影響を及ぼすことがある
。このため、デジタル系回路とアナログ系回路が混在する無線機器においては、ＬＳＩか
ら放射される電磁ノイズの抑制技術が信号品質を保つためにも重要である。
【０００３】
　ＬＳＩからの電磁ノイズ抑制技術としては、電源デカップリング技術が知られている。
その一例を図７に示す。
【０００４】
　図７において、電源デカップリング構造１００は、基板１０１に実装されたＬＳＩ１０
２の電源端子１０３から放射される電磁ノイズを抑制するものである。電源デカップリン
グ構造１００は、デカップリング用のコンデンサ１０４を、ＬＳＩ１０２の電源端子１０
３とグランド端子１０５とに接続した構成を有している。基板１０１の表面に設けられた
グランド端子１０５は、基板１０１の厚さ方向に延在するビアホール１０６を介して、基
板１０１の内部に設けられたグランド層１０７に電気的に接続されている。
【０００５】
　影響を及ぼす電磁ノイズは高周波数であることが多いため、コンデンサ１０４を用いる
ことにより、ＬＳＩ１０２の電源系から発生した高周波電磁ノイズは、コンデンサ１０４
を介して基板１０１の表面のグランド端子１０５、基板１０１の内部のビアホール１０６
及びグランド層１０７へ順次流れるようになり、その結果、他の箇所への当該ノイズの漏
洩を抑えることができる。
【０００６】
　ところで、ＬＳＩからの電磁ノイズを抑制する技術としては、電磁シールド技術も利用
されている。この電磁シールド技術は、基本的には、ＬＳＩ全体に金属の蓋を被せ、基板
のグランドに接続する、というものであり、その一例を図６に示す。図６では、図７の各
要素に対応する部分には図７と同一の符号を付している。
【０００７】
　図６Ａは、代表的な金属シールド構造２００の例を示している。金属シールド構造２０
０は、基板１０１上に設けられており、金属製のシールド２０１を備えている。シールド
２０１は、図６Ｂに示すように、基板１０１上に実装されているＬＳＩ１０２より寸法が
大きい天板２０２と、天板２０２の四辺にそれぞれ設けられた、ＬＳＩ１０２の四つの側
面をそれぞれ覆う４枚の側板２０３とから構成されている。基板１０１は、図示を省略し
ているが、多層構造であって、図６Ｃに示すように、基板１０１の内層にベタパターンの
グランド層１０７が形成されている。基板１０１には、その厚さ方向に延在する複数のビ
アホール２０４が形成されている。これらのビアホール２０４は、シールド２０１の各側
板２０３に沿って狭ピッチで壁状に配置されている。シールド２０１は、ビアホール２０
４を介してグランド層１０７に電気的に接続（接地）されている。
【０００８】
　このため、ＬＳＩ１０２は、図６Ｃに示したように、その上下面がシールド２０１の天
板２０２と基板１０１内のグランド層１０７とで挟まれていると共に、その側面がシール
ド２０１の側板２０３とビアホール２０４の壁（壁状に配置されたビアホール２０４）と
で囲まれる。このように、金属シールド構造２００では、ＬＳＩ１０２の全周が導体板（
金属板）で囲まれるため、ＬＳＩ１０２から発生する電磁ノイズが遮蔽される。その結果
、ＬＳＩ１０２がその周囲に放射する電磁ノイズの量が少なくなる。つまり、ＬＳＩ１０
２からの電磁ノイズ放射を抑制することができるのである。
【０００９】
　しかしながら、金属シールド構造２００では、ＬＳＩ１０２に金属製の蓋を被せた構成
になるため、ＬＳＩ１０２から発生する熱の放熱効率が低くなる、という難点がある。こ
のため、特許第３７３８７５５号では、シールド２０１の対向する二つの側面にある一対
の側板２０３を取り外し、そこから放熱されるようにしたシールド構造を提案している。
このシールド構造は、ＬＳＩ単体から生じるＥＭＩ（Electro-Magnetic Interference:電
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磁妨害）の低減に効果的であると、されている。
【特許文献１】特許第３７３８７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、図６の金属シールド構造２００や特許第３７３８７５５号のシールド構
造は、ＬＳＩからの電磁ノイズの放射のみを抑制するものである。すなわち、これらのシ
ールド構造は、ＬＳＩ単体から放射される電磁ノイズの抑制のみを考慮したものであり、
電磁ノイズを受信してしまうアンテナなどの無線系デバイスが混在した状態を考慮したも
のではない。換言すれば、ＬＳＩなどの電磁ノイズ放射源のほかに、アンテナのような電
磁ノイズ受信要素が基板上に併存する構成を対象としていない。このため、デジタル系回
路（デジタル系デバイス）とアナログ系回路（アナログ系デバイス）とが混載された無線
機器において効果を発揮する電磁シールド構成が望まれるところである。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、デジタル系デバイスから発生する電磁ノイズの無線系デバイ
スへの混入を抑制することができる電磁シールド構造と、それを用いた無線装置を提供す
ることにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、電磁シールド機能に加えてデジタル系デバイスの電源デカップリ
ング機能をも備えた電磁シールド構造と、それを用いた無線装置を提供することにある。
【００１３】
　ここに明記しない本発明の他の目的は、以下の説明及び添付図面から明らかであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　（１）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造は、
　基板上に実装されたデジタル系デバイスを覆うように前記基板上に配置された、第１シ
ールドおよび第２シールドを備えてなる電磁シールド構造であって、
　前記第１シールドは、前記基板のグランド端子に電気的に接続された導体から形成され
ていると共に、当該電磁シールド構造の最も外側に配置されており、
　前記第２シールドは、互いに別体として形成された導電性の第１構造部および導電性の
第２構造部を備えていると共に、前記第１構造部および前記第２構造部はそれぞれ前記基
板の電源端子に電気的に接続されており、
　前記第１構造部および前記第２構造部は、それらの一端にそれぞれ設けられた開口面が
所定の間隙をおいて互いに対向するように配置されており、
　前記デジタル系デバイスは、前記第１構造部と前記第２構造部の間にあって前記第１構
造部と前記第２構造部によって覆われていることを特徴とするものである。
【００１５】
　本発明の第１の観点による電磁シールド構造では、上述したように、電磁ノイズの発生
源である前記デジタル系デバイスが、前記第１シールドと前記第２シールドにより覆われ
ているので、前記デジタル系デバイスから放射される電磁ノイズを遮蔽される。したがっ
て、当該電磁ノイズの無線系デバイスへの混入を抑制することができる。
【００１６】
　また、前記第２シールドの前記第１構造部および前記第２構造部が、前記デジタル系デ
バイスによって仮に励振せしめられても、前記第１構造部および前記第２構造部の一端に
それぞれ設けられた前記開口面が互いに対向していることから、それら開口面から放射さ
れる電磁界が互いに打ち消され、その結果、前記第１構造部および前記第２構造部からの
電磁ノイズの放射を低減することが可能となる。こうして、前記デジタル系デバイスから
発生する電磁ノイズの無線系デバイスへの混入を効果的に抑制することができる。
【００１７】
　（２）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造の好ましい例では、前記第１シー
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ルドが、断面コ字状であって、前記デジタル系デバイスを覆う大きさを有する天板と、前
記天板の一辺に配置された第１側板と、前記一辺に対向する前記天板の他の一辺に配置さ
れた第２側板とから形成される。
【００１８】
　（３）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造の他の好ましい例では、前記第２
シールドの前記第１構造部と前記第２構造部が、それぞれ、断面Ｌ字状であって、前記デ
ジタル系デバイスを覆う天板と、前記天板の一辺に屈曲して接続された側板とから形成さ
れる。
【００１９】
　（４）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造のさらに他の好ましい例では、前
記第１シールドの天板と前記第２シールドの天板の間に、誘電体が設けられる。この例で
は、前記第１シールドと前記第２シールドと前記誘電体がコンデンサを形成するので、電
磁シールド機能に加えて、前記デジタル系デバイスの電源デカップリング機能が得られる
。
【００２０】
　（５）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造のさらに他の好ましい例では、前
記第１シールドと前記第２シールドが、前記第１シールドの側板と前記第２シールドの側
板とが互いに直交するように、または互いに平行となるように配置される。
【００２１】
　（６）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造のさらに他の好ましい例では、前
記第２シールドの前記第１構造部の天板と前記第２構造部の天板が、対象とする電磁ノイ
ズの波長λの概ね１／４（λ／４）に等しくない長さを持つ。
【００２２】
　（７）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造のさらに他の好ましい例では、前
記第２シールドの前記第１構造部と前記第２構造部を介して、互いに異なる値の直流電源
に前記デジタル系デバイスを接続可能とされる。
【００２３】
　（８）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造のさらに他の好ましい例では、前
記第１シールドと前記第２シールドと前記誘電体とが、前記デジタル系デバイスからの電
磁ノイズを抑制する電磁シールド機能に加えて、前記デジタル系デバイスの電源からの電
磁ノイズを抑制する電源デカップリング機能をも有する。
【００２４】
　（９）　本発明の第１の観点による電磁シールド構造のさらに他の好ましい例では、前
記第２シールドが、前記第１構造部と前記第２構造部の間の前記間隙を無くした一体型構
成とされていて、前記第１シールドと前記第２シールドが、前記第１シールドの側板と前
記第２シールドの側板とが互いに直交するように配置されるとともに、前記第１シールド
と前記第２シールドの間に誘電体が設けられる。この例では、前記第１シールドと前記第
２シールドと前記誘電体がコンデンサを形成するので、電磁シールド機能に加えて、前記
デジタル系デバイスの電源デカップリング機能が得られる。
【００２５】
　（１０）　本発明の第２の観点による無線装置は、
　無線系デバイスとデジタル系デバイスとが基板上に実装された無線装置であって、
　前記デジタル系デバイスを覆うように前記基板上に配置された、第１シールドおよび第
２シールドを備えてなる電磁シールド構造を有し、
　前記第１シールドは、前記基板のグランド端子に電気的に接続された導体から形成され
ていると共に、当該電磁シールド構造の最も外側に配置されており、
　前記第２シールドは、互いに別体として形成された導電性の第１構造部および導電性の
第２構造部を備えていると共に、前記第１構造部および前記第２構造部はそれぞれ前記基
板の電源端子に電気的に接続されており、
　前記第１構造部および前記第２構造部は、それらの一端にそれぞれ設けられた開口面が
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所定の間隙をおいて互いに対向するように配置されており、
　前記デジタル系デバイスは、前記第１構造部と前記第２構造部の間にあって前記第１構
造部と前記第２構造部によって覆われていることを特徴とするものである。
【００２６】
　本発明の第２の観点による無線装置では、上述したように、電磁ノイズの発生源である
前記デジタル系デバイスが、前記第１シールドと前記第２シールドを備えてなる前記電磁
シールド構造で覆われているので、前記デジタル系デバイスから放射される電磁ノイズを
遮蔽することができる。したがって、当該電磁ノイズの無線系デバイスへの混入を抑制す
ることができる。
【００２７】
　また、前記電磁シールド構造において、前記第２シールドの前記第１構造部および前記
第２構造部が、前記デジタル系デバイスによって仮に励振せしめられても、前記第１構造
部および前記第２構造部の一端にそれぞれ設けられた前記開口面が互いに対向しているこ
とから、それら開口面から放射される電磁界が互いに打ち消され、その結果、前記第１構
造部および前記第２構造部からの電磁ノイズの放射を低減することが可能となる。こうし
て、前記デジタル系デバイスから発生する電磁ノイズの前記無線系デバイスへの混入を効
果的に抑制することができる。
【００２８】
　（１１）　本発明の第２の観点による無線装置の好ましい例では、前記第１シールドが
、前記デジタル系デバイスを覆う天板と、前記天板の互いに対向する第１辺と第２辺にそ
れぞれ配置された一対の第１側板および第２側板とを有していて、前記第１側板が前記無
線系デバイスに近い側に配置され、前記第２側板が前記無線系デバイスから遠い側に配置
される。
【００２９】
　（１２）　本発明の第２の観点による無線装置の他の好ましい例では、前記第１シール
ドが、断面コ字状であって、前記デジタル系デバイスを覆う大きさを有する天板と、前記
天板の一辺に配置された第１側板と、前記天板の一辺に対向する他の一辺に配置された第
２側板とから形成される。
【００３０】
　（１３）　本発明の第２の観点による無線装置のさらに他の好ましい例では、前記第２
シールドの前記第１構造部と前記第２構造部が、それぞれ、断面Ｌ字状であって、前記デ
ジタル系デバイスを覆う天板と、前記天板の一辺に屈曲して接続された側板とからなる。
【００３１】
　（１４）　本発明の第２の観点による無線装置のさらに他の好ましい例では、前記第１
シールドの天板と前記第２シールドの天板の間に、誘電体が設けられる。この例では、前
記第１シールドと前記第２シールドと前記誘電体がコンデンサを形成するので、電磁シー
ルド機能に加えて、前記デジタル系デバイスの電源デカップリング機能が得られる。
【００３２】
　（１５）　本発明の第２の観点による無線装置の好ましい例では、前記第１シールドと
前記第２シールドが、前記第１シールドの側板と前記第２シールドの側板とが互いに直交
するように、または互いに平行となるように配置される。
【００３３】
　（１６）　本発明の第２の観点による無線装置のさらに他の好ましい例では、前記第２
シールドの前記第１構造部の天板と前記第２構造部の天板が、対象とする電磁ノイズの波
長λの概ね１／４（λ／４）に等しくない長さを持つ。
【００３４】
　（１７）　本発明の第２の観点による無線装置のさらに他の好ましい例では、前記第２
シールドの前記第１構造部と前記第２構造部を介して、互いに異なる値の直流電源に前記
デジタル系デバイスを接続可能とされる。
【００３５】
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　（１８）　本発明の第２の観点による無線装置のさらに他の好ましい例では、前記第１
シールドと前記第２シールドと前記誘電体とが、前記デジタル系デバイスからの電磁ノイ
ズを抑制する電磁シールド機能に加えて、前記デジタル系デバイスの電源からの電磁ノイ
ズを抑制する電源デカップリング機能をも有する。
【００３６】
　（１９）　本発明の第２の観点による無線装置のさらに他の好ましい例では、前記第２
シールドが、前記第１構造部と前記第２構造部の間の前記間隙を無くした一体型構成とさ
れていて、前記第１シールドと前記第２シールドが、前記第１シールドの側板と前記第２
シールドの側板とが互いに直交するように配置されていると共に、前記第１シールドと前
記第２シールドの間に誘電体が設けられる。この例では、前記第１シールドと前記第２シ
ールドと前記誘電体がコンデンサを形成するので、電磁シールド機能に加えて、前記デジ
タル系デバイスの電源デカップリング機能が得られる。
【００３７】
　（２０）　本発明の第３の観点による無線装置は、
　無線系デバイスとデジタル系デバイスとが基板上に実装された無線装置であって、
　前記デジタル系デバイスを覆うように配置された、断面コ字状の電磁シールドを備え、
　前記電磁シールドは、前記デジタル系デバイスを覆う大きさを有する天板と、前記天板
の互いに対向する第１辺と第２辺にそれぞれ配置された一対の第１側板および第２側板と
を有していて、前記第１側板が前記無線系デバイスに近い側に配置され、前記第２側板が
前記無線系デバイスから遠い側に配置されることを特徴とするものである。
【００３８】
　本発明の第３の観点による無線装置では、上述したように、電磁ノイズの発生源である
前記デジタル系デバイスが、前記電磁シールドで覆われており、しかも、前記第１側板が
電磁シールド効果に最適な位置に配置されているため、前記デジタル系デバイスから放射
される電磁ノイズを遮蔽することができる。したがって、簡単な構成で、当該電磁ノイズ
の無線系デバイスへの混入を抑制することができる。
【００３９】
　（２１）　また、本発明の電磁シールドの製造方法は、
　基板上に実装されたデジタル系デバイスを覆うように前記基板上に配置された、第１シ
ールドおよび第２シールドを備えてなる電磁シールドの製造方法であって、
　前記第１シールドを形成する導体を前記基板のグランド端子に電気的に接続すると共に
、当該第１シールドを最も外側に配置することで前記第１シールドを形成し、
　前記第２シールドを形成する互いに別体として形成された導電性の第１構造部および導
電性の第２構造部を、それぞれ前記基板の電源端子に電気的に接続すると共に、前記第１
構造部および前記第２構造部の一端に開口面が所定の間隙をおいて互いに対向し、且つ、
前記デジタル系デバイスが前記第１構造部と前記第２構造部の間にあって当該第１構造部
と当該第２構造部により覆われるように配置する、ことで前記第２のシールドを形成する
。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明の第１の観点による電磁シールド構造と第２の観点による無線装置では、デジタ
ル系デバイスから発生する電磁ノイズの無線系デバイスへの混入を抑制することができる
、という効果がある。また、前記第１シールドと前記第２シールド間に前記誘電体が設け
られた場合、電磁シールド機能に加えてデジタル系デバイスの電源デカップリング機能が
得られる、という効果も得られる。
【００４１】
　本発明の第３の観点による無線装置では、簡単な構成で、デジタル系デバイスから発生
する電磁ノイズの無線系デバイスへの混入を抑制することができる、という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
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【図１Ａ】本発明の第１実施形態による電磁シールド構造を示す斜視図である。
【図１Ｂ】本発明の第１実施形態による電磁シールド構造を分解した図である。
【図２】本発明の第１実施形態による電磁シールド構造の側面図である。
【図３Ａ】本発明の第２実施形態による電磁シールド構造を示す斜視図である。
【図３Ｂ】本発明の第２実施形態による電磁シールド構造を分解した図である。
【図３Ｃ】本発明の第２実施形態による電磁シールド構造を示す側面図である。
【図４Ａ】本発明の第３実施形態による電磁シールド構造を示す斜視図である。
【図４Ｂ】本発明の第３実施形態による電磁シールド構造を分解した図である。
【図５Ａ】本発明の第４実施形態による電磁シールド構造を示す斜視図である。
【図５Ｂ】本発明の第４実施形態による電磁シールド構造を示す側面図である。
【図６Ａ】背景技術の金属シールド構造を示す斜視図である。
【図６Ｂ】背景技術の金属シールド構造を分解した図である。
【図６Ｃ】背景技術の金属シールド構造の側面図である。
【図７】電源デカップリング技術を用いた構造の側面図である。
【符号の説明】
【００４３】
１、２１、３１、４１　電磁シールド構造
２　アンテナ（無線系デバイス）
３　第１シールド
３ａ　天板
３ｂ　第１側板
３ｃ　第２側板
４　第２シールド
４ａ　第１Ｌ型構造部（第１構造部）
４ｂ　第２Ｌ型構造部（第２構造部）
４ｃ、４ｅ　天板
４ｄ　第１Ｌ型構造部側板
４ｆ　第２Ｌ型構造部側板
５　誘電体
６ａ、６ｂ　グランド端子
７ａ、７ｂ　電源端子
４２　シールド
１０１　基板
１０２　ＬＳＩ（デジタル系デバイス）
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の好適な実施の形態について添付図面を参照しながら説明する。
【００４５】
　（第１実施形態）
　図１及び図２は、本発明の第１実施形態による電磁シールド構造１を示しており、図１
Ａはその斜視図、図１Ｂはその分解斜視図、図２はその側面図である。
【００４６】
　本実施形態では、背景技術で説明した図６および図７の構成と共通する部分に同一符号
を付して説明する。また、無線装置の全体構成については省略し、電磁シールド構造１の
近傍についてのみ説明する。
【００４７】
　第１実施形態による電磁シールド構造１は、公知の無線装置（例えば携帯電話機などの
無線通信装置）に搭載されており、デジタル系デバイスであるＬＳＩ１０２から放射され
る電磁ノイズや、ＬＳＩ１０２の電源系から伝導する電磁ノイズが、無線系デバイスであ
るアンテナ２へ混入することを抑制する電磁シールド機能と、ＬＳＩ１０２の電源デカッ
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プリング機能とを備えている。
【００４８】
　図１Ａ及び図２に示すように、当該無線装置で用いられる電磁シールド構造１は、多層
構造を有する基板１０１の内部のグランド層１０７に基板１０１上のグランド端子６ａお
よび６ｂを介して電気的に接続（接地）された第１シールド３と、基板１０１の電源端子
７ａおよび７ｂに電気的に接続された第２シールド４と、第１シールド３および第２シー
ルド４の間に設けられた誘電体５とを備えている。また、図１Ｂに示すように、基板１０
１上に実装された電磁ノイズの発生源であるＬＳＩ１０２は、それに近い位置から第２シ
ールド４、誘電体５、第１シールド３の順で覆われている。
【００４９】
　第１シールド３は、断面コ字状を有し、ＬＳＩ１０２を覆うように配置されている。第
１シールド３は、金属板を断面コ字状に屈曲して形成されており、１枚の矩形の天板３ａ
と、天板３ａの一辺に接続された矩形の第１側板３ｂと、第１側板３ｂと向かい合う（第
１側板３ｂとは反対側にある）天板３ａの他の一辺に一体的に接続された矩形の第２側板
３ｃとから構成されている。第１側板３ｂおよび第２側板３ｃは、天板３ａに対して概ね
９０度の角度で接続されており、互いに対向している。天板３ａは、基板１０１にほぼ平
行に配置されている。第１側板３ｂと第２側板３ｃは、基板１０１に対してほぼ直角であ
る。これら一対の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃは、互いに同じ形状であると共に、大
きさも同じであって、それらの下端において、半田などによって、基板１０１上のグラン
ド端子６ａおよび６ｂにそれぞれ電気的に接続（接地）されている。第１シールド３は、
こうして基板１０１上に固定されている。
【００５０】
　第２シールド４は、断面Ｌ字状に形成された第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部
４ｂを組み合わせた構成を持つ。第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂは、いず
れも、断面Ｌ字状に屈曲された金属板から形成されている。第１Ｌ型構造部４ａは、矩形
の天板４ｃと、天板４ｃの一辺に天板４ｃに対して概ね９０度の角度で接続された矩形の
側板（以下、これを第１Ｌ型構造部側板とも呼ぶ）４ｄとから形成されている。第２Ｌ型
構造部４ｂは、第１Ｌ型構造部４ａと同一寸法および同一形状であり、矩形の天板４ｅと
、天板４ｅの一辺に天板４ｅに対して概ね９０度の角度で接続された矩形の側板（以下、
これを第２Ｌ型構造部側板とも呼ぶ）４ｆとから形成されている。天板４ｃおよび４ｅは
、基板１０１にほぼ平行に配置されている。側板４ｄおよび４ｆは、基板１０１にほぼ直
角になっている。
【００５１】
　第１Ｌ型構造部４ａと第２Ｌ型構造部４ｂは、第１Ｌ型構造部４ａの天板４ｃの一端（
側板４ｄの反対側）に設けられた開口面（切欠部）４ｇと、第２Ｌ型構造部４ｂの天板４
ｅの一端（側板４ｆの反対側）に設けられた開口面（切欠部）４ｈとが、わずかな間隙Ｇ
を隔てて対向せしめられている。開口面（切欠部）４ｇと４ｈは、ほぼ平行である。
【００５２】
　第２シールド４は、第１Ｌ型構造部４ａの側板４ｄと第２Ｌ型構造部４ｂの側板４ｆに
よってＬＳＩ１０２を挟み込むと共に、第１Ｌ型構造部４ａの天板４ｃおよび第２Ｌ型構
造部４ｂの天板４ｅによってＬＳＩ１０２を覆っている。
【００５３】
　基板１０１の表層には、ＬＳＩ１０２の互いに対向する二つの側面の外側に、電源端子
７ａおよび７ｂがそれぞれ形成されている。第２シールド４の第１Ｌ型構造部側板４ｄお
よび第２Ｌ型構造部側板４ｆは、半田などによって、電源端子７ａおよび７ｂにそれぞれ
電気的に接続されている。こうして、第２シールド４が基板１０１上に固定されている。
【００５４】
　グランド端子６ａおよび６ｂは、基板１０１の表層において、ＬＳＩ１０２の互いに対
向する他の二つの側面の外側に形成されているため、グランド端子６ａおよび６ｂと電源
端子７ａおよび７ｂは、互いに直交する方向に延在している。
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【００５５】
　第２シールド４の第１Ｌ型構造部側板４ｄおよび第２Ｌ型構造部側板４ｆは、第１シー
ルド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃと直交している。
【００５６】
　第２シールド４の第１Ｌ型構造部４ａの天板４ｃと第２Ｌ型構造部４ｂの天板４ｅの上
には、第１シールド３の天板３ａと概ね大きさが等しい、矩形板状の誘電体５が載置され
ている。誘電体５の上面には、第１シールド３の天板３ａが密着している。
【００５７】
　図１Ａ、図１Ｂでは省略しているが、第１シールド３が接続されるグランド端子６ａお
よび６ｂには、それらの長手方向に沿って複数のグランド接続用ビア（後述）が配設され
ており、これらのビアを介して第１シールド３は基板１０１の内層に設けられたグランド
層１０７に電気的に接地されている。
【００５８】
　次に、図２を参照しながら、上述した電磁シールド構造１を搭載した、本発明の第１実
施形態による無線装置について説明する。
【００５９】
　この無線装置は、電磁ノイズの発生源であるＬＳＩ１０２と、電磁ノイズが混入するア
ンテナ２とが、同一の基板１０１上に搭載されており、電磁シールド構造１を構成する第
１シールド３と第２シールド４は、以下に詳述するように、電磁ノイズの放射を抑制する
作用（電磁ノイズ抑制機能）に加え、電源デカップリングの作用（電源デカップリング機
能）をも有するものである。
【００６０】
　第１シールド３は、図２に示すように、ＬＳＩ１０２より大きい寸法からなり、ＬＳＩ
１０２とともに基板１０１上に実装されている。基板１０１は多層基板であり、内層にベ
タパターンからなるグランド層１０７を有し、表層に矩形のグランド接地用のグランド端
子６ａおよび６ｂを有している。グランド端子６ａおよび６ｂは、内層のビアホール１０
により、それぞれ、グランド層１０７に電気的に接続（接地）されている。
【００６１】
　グランド端子６ａおよび６ｂは、第１シールド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｂと
ほぼ同じ長さに選定されており、その長手方向に沿って複数のビアホール１０が基板１０
１の内部に狭ピッチで並べられて、ビアホール列（図示せず）を形成している。これは、
グランド端子６ａおよび６ｂとグランド層１０７との接地を強化するためである。
【００６２】
　このときのビアホール１０の配列ピッチは、対象とする電磁ノイズの波長λに比べて十
分に狭い間隔としているため、このビアホール列は等価的に金属壁として振舞う。したが
って、第１シールド３をグランド端子６ａおよび６ｂに電気的に接続すると、ＬＳＩ１０
２の上下両面および左右両面を金属板で遮蔽することになるので、第１シールド３、ビア
ホール列、グランド層１０７からなるシールド構造が形成される。その結果、ＬＳＩ１０
２からの電磁ノイズを効果的に抑制することができる。
【００６３】
　一方、第２シールド４は、基板１０１の電源系に接続されるものであり、ここでは、Ｌ
ＳＩ電源端子１１に所定の電位を供給する電源端子７ａおよび７ｂに電気的に接続されて
いる。第２シールド４の上には、幅が一回り大きな第１シールド３が被さっており、第１
シールド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃは、第２シールド４の第１Ｌ型構造部側板
４ｄおよび第２Ｌ型構造部側板４ｆと直交している。
【００６４】
　第１シールド３および第２シールド４の間には、第１シールド３の天板３ａに相当する
大きさの誘電体５が設けられている。このとき、第１シールド３の天板３ａと第２シール
ド４の天板４ｃおよび４eとは、電極板のように振る舞い、両電極板間に設けられた誘電
体５により、第１シールド３および第２シールド４の絶縁性が保たれる。こうして、第１
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シールド３と第２シールド４はコンデンサ（キャパシタ）を形成し、電源系デカップリン
グとしての機能を持つ。
【００６５】
　コンデンサは一般に、高周波帯でインピーダンスが小さくなるため、電源端子７ａおよ
び７ｂは、高周波的には、第２シールド４によってグランド層１０７に接地されているの
と等価になる。このため、第２シールド４は、電源系に接続された構成であっても、ＬＳ
Ｉ１０２から放射される高周波ノイズに対して電磁シールドとして作用する。
【００６６】
　第２シールド４は、図１Ｂに示したように、第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部
４ｂの組み合わせから構成されている。第１Ｌ型構造部４ａの天板４ｃおよび第２Ｌ型構
造部４ｂの天板４ｅがＬＳＩ１０２に被さるように配置され、しかも天板４ｃと４ｅの間
の間隙Ｇが波長λに比べて極端に狭くされている。このため、ＬＳＩ１０２から放射され
た高周波における電磁ノイズは、第１シールド３による遮蔽に加え、ＬＳＩ１０２の左右
に配置された第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂによっても遮蔽することがで
きる。
【００６７】
　さらに、第２シールド４は、分割された第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂ
をわずかな間隙Ｇを隔てて非導通とした構成としている。このため、第２シールド４では
、電源に接続された第１Ｌ型構造部４ａと第２Ｌ型構造部４ｂとが直流的に分割されてい
ることにより、例えばＬＳＩ１０２に電源を供給する直流電圧を、値の異なる２系統の電
源電圧として供給することができる。
【００６８】
　したがって、この電磁シールド構造１では、例えばＬＳＩ１０２が２電源系のＬＳＩ群
の場合であっても、第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂに対して異なる電圧の
供給が可能になるとともに、電源デカップリングも可能となる。
【００６９】
　ところで、第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂは、その内側に電磁ノイズ放
射源であるＬＳＩ１０２が配置されているため、天板の長さＬ１およびＬ２が、放射され
る電磁ノイズの波長λの１／４程度の共振長（λ／４の整数倍）になると、共振してパッ
チアンテナのような振る舞いを起こし、天板４ｃの開口面４ｇおよび天板４ｅの開口面４
ｈから電磁界を放射するようになってしまう場合がある。
【００７０】
　しかしながら、本発明による第２シールド４では、ＬＳＩ１０２を挟み込むように第１
Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂを向かい合わせると共に、第１Ｌ型構造部４ａ
の天板４ｃの先端に設けられた開口面４ｇと、第２Ｌ型構造部４ｂの天板４ｅの先端に設
けられた開口面４ｈとを対向させた構成としている。これにより、第２シールド４では、
第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂが励振した場合でも、開口面４ｇおよび４
ｈから放射される電磁界をそれぞれ打ち消しあうように作用する。その結果、第１Ｌ型構
造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂからの電磁ノイズの放射を低減することが可能となる
。
【００７１】
　さらに、本実施形態１による電磁シールド構造１では、第１シールド３に対しても、ア
ンテナ２の位置との関係を考慮した構成とし、より大きな遮蔽効果を引き出している。す
なわち、図１Ａと図１Ｂと図２に示したように、第１シールド３は、第２シールド４に比
べてアンテナ２に近い側に配置されるため、第１シールド３は以下に示したような特徴を
持つ。
【００７２】
　まず、図１Ａに示したように、第１シールド３が、天板３ａの四つの辺のうち、アンテ
ナ２が位置する側の一辺に第２側板３ｃを配置し、これに対向する側の一辺に第１側板３
ｂを配置しているのである。第１シールド３におけるこのような第１側板３ｂおよび第２
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側板３ｃの配置による効果を検証するため、本発明者は、電磁界解析を用いて、ＬＳＩ１
０２から発生するノイズのアンテナ２への混入量を評価した。
【００７３】
　この検証試験では、基板１０１の大きさを１４０ｍｍ四方（ｘ＝１４０ｍｍ、ｙ＝１４
０ｍｍ）とし、基板１０１のほぼ中央にＬＳＩ１０２を配置し、アンテナ２は基板１０１
のエッジ付近（ｘ＝７０ｍｍ、ｙ＝１０ｍｍの位置）に配置した。
【００７４】
　次に、検証試験を行うモデルとして、ここでは第１シールド３の構成に着目し、モデル
ＡおよびモデルＢの２つについて検討した。
【００７５】
　モデルＡは、図１Ａに記載されている第１シールド３の構成であって、天板３ａの四辺
のうち、アンテナ２が位置する側の辺（アンテナ２に最も近い辺）およびそれに対向する
辺（アンテナ２から最も遠い辺）に一対の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃをそれぞれ配
置した。これに対し、モデルＢは、アンテナ２が位置する側の辺（アンテナ２に最も近い
辺）およびそれに対向する辺（アンテナ２から最も遠い辺）に、第１側板３ｂおよび第２
側板３ｃが存在しない開口面を配置し、他の２辺に一対の第１側板３ｂおよび第２側板３
ｃをそれぞれ配置した。
【００７６】
　ＬＳＩ１０２のノイズ源モデルとしては、特許第３８８５８３０号（特願２００６－１
６２４９１号）に開示されたものを参考とし、ループモデルを用いた。アンテナ２には、
モノポールアンテナを用いた。ＬＳＩ１０２のループモデルを周波数１ＧＨｚで励振し、
アンテナ２へ混入するノイズ電流をノイズ量として計算した。
【００７７】
　その結果、アンテナ２へ混入するノイズは、モデルＡのようにＬＳＩ１０２に第１シー
ルド３を被せることにより、モデルＢに比べて、約４０ｄＢも大幅に低下することが確認
できた。
【００７８】
　また、モデルＢについて検討したところ、ノイズ量を抑制させるシールド効果は約８ｄ
Ｂの低下であり、モデルＡのほうがシールド効果がはるかに大きいことが分かった。なお
、ここで言うシールド効果の２０ｄＢは、電流が１／１０になることに相当する。このた
め、２０ｄＢを一つの基準に考えると、この結果からは、アンテナ２が位置する側の辺を
含めた一対の辺に第１側板３ｂおよび第２側板３ｃをそれぞれ配置したモデルＡの方がよ
り大きなシールド効果が得られ、有効な構成であることが確認できた。
【００７９】
　このように、第１シールド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃの配置には、アンテナ
２との位置関係に応じて最適なものがある。すなわち、本第１実施形態の無線装置の場合
、ＬＳＩ１０２から発生してアンテナ２へ混入するノイズ量を抑制するためには、第１側
板３ｂおよび第２側板３ｃをただ単に設けただけでは、所望のシールド効果を得られると
は限らず、アンテナ２に対する第１側板３ｂおよび第２側板３ｃの位置を考慮することが
重要であることが分かった。
【００８０】
　本発明による電磁シールド構造１では、アンテナ２の位置に対する効果的なシールド構
成を実現しているとともに、第１シールド３および第２シールド４からなる２重のシール
ド構成を実現している。また、このようなシールド機能に加え、誘電体５を利用したコン
デンサ構成も実現することにより、ＬＳＩ１０２の電源デカップリング機能をも備えてい
る。このため、この電磁シールド構造１では、ＬＳＩ１０２から放射するノイズ抑制およ
びアンテナ２へ混入するノイズ抑制に対して効果的となり、特に、アンテナ２が搭載され
た無線装置では遺憾なく効果を発揮する。
【００８１】
　以上述べたように、本第１実施形態の電磁シールド構造１は、基板１０１上に実装され
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たＬＳＩ１０２を覆うように配置された第１シールド３および第２シールド４を備えてい
る。そして、第１シールド３は、基板１０１のグランド端子６ａおよび６ｂに電気的に接
続された導体から形成されていると共に、電磁シールド構造１の最も外側に配置されてい
る。第２シールド４は、互いに別体として形成された導電性の第１Ｌ型構造部４ａおよび
導電性の第２Ｌ型構造部４ｂを備えていると共に、第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構
造部４ｂは、それぞれ、基板１０１の電源端子７ａおよび７ｂに電気的に接続されている
。さらに、第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂは、それらの一端にそれぞれ設
けられた開口面４ｇおよび４ｈが所定の間隙Ｇをおいて互いに対向するように配置されて
おり、ＬＳＩ１０２は、第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂの間にあって第１
Ｌ型構造部４ａと第２Ｌ型構造部４ｂによって覆われている。
【００８２】
　このため、電磁シールド構造１は、第１シールド３および第２シールド４により、ＬＳ
Ｉ１０２から放射される電磁ノイズの影響を抑制するシールド機能を有し、しかも、第１
Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂがＬＳＩ１０２によって仮に励振しても、第１
Ｌ型構造部４ａの開口面４ｇと第２Ｌ型構造部４ｂの開口面４ｈとが対向していることか
ら、各開口面４ｇおよび４ｈから放射される電磁界をそれぞれ打ち消しあうように作用し
、結果として、第１Ｌ型構造部４ａおよび第２Ｌ型構造部４ｂからの電磁ノイズの放射を
低くすることが可能となる。
【００８３】
　また、電磁シールド構造１では、電磁ノイズの発生源であるＬＳＩ１０２を第１シール
ド３と第２シールド４の２重のシールド構造により覆うとともに、アンテナ２に近い第１
シールド３の第２側板３ｃを、シールド効果が一段と得られる最適な位置に配置した構成
としているため、ＬＳＩ１０２から放射するノイズの遮蔽効果とともに、そのノイズのア
ンテナ２への混入の抑制効果が得られる。
【００８４】
　さらに、電磁シールド構造１では、第１シールド３および第２シールド４間には誘電体
５が設けられているため、誘電体５が挟まれた第１シールド３および第２シールド４がコ
ンデンサを形成する。よって、ＬＳＩ１０２から放射するノイズの影響を抑制するシール
ド機能に加えて、ＬＳＩ１０２の電源デカップリング機能も有するものとなる。すなわち
、誘電体５を隔てて、第１シールド３および第２シールド４が一組の電極板のように振る
舞い、コンデンサとしても作用するため、ＬＳＩ１０２の電源端子７ａおよび７ｂとグラ
ンド端子６ａおよび６ｂの間にコンデンサが挿入された形となり、電源系からのノイズの
デカップリングに対しても効果的になる。
【００８５】
　よって、電磁シールド構造１は、シールド効果およびデカップリング効果により、ＬＳ
Ｉ１０２などのデジタル系デバイスから発生するノイズ抑制、およびアンテナ２へのノイ
ズ混入抑制に対して効果的であり、デジタル系デバイスのＬＳＩ１０２や機能モジュール
や、無線系デバイスのアンテナ２などが搭載された無線装置において遺憾なく効果を発揮
する。
【００８６】
　（第２実施形態）
　次に、本発明によるシールド構造の変形例を示す。
【００８７】
　上述した第１実施形態では、第２シールド４の第１Ｌ型構造部側板４ｄおよび第２Ｌ型
構造部側板４ｆを、第１シールド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃと直交するように
配置したが、図３に示すように、第２シールド４の第１Ｌ型構造部側板４ｄおよび第２Ｌ
型構造部側板４ｆが、第１シールド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃと平行するよう
に配置しても良い。
【００８８】
　図３は、本発明の第２実施形態による電磁シールド構造２１を示しており、図３Ａはそ
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の斜視図、図３Ｂはその分解斜視図、図３Ｃはその側面図である。本実施形態では、第１
実施形態で説明した図１および図２の構成と共通する部分に同一符号を付して説明する。
【００８９】
　本発明による電磁シールド構造２１では、第２シールド４の第１Ｌ型構造部側板４ｄお
よび第２Ｌ型構造部側板４ｆが、第１シールド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃに対
して平行となるように配置されている。また、基板１０１上の電源端子２２ａおよび２２
ｂも第２シールド４の第１Ｌ型構造部側板４ｄおよび第２Ｌ型構造部側板４ｆ位置に対応
した配置である。本実施例の電磁シールド構造２１は、電源端子２２ａおよび２２ｂの位
置と、第２シールド４の配置位置との２点が上述した第１実施形態と異なり、他の構成や
実装構造は上述した第１実施形態と同じである。
【００９０】
　すなわち、第２シールド４の上に第１シールド３が被さって２重のシールドが構成され
、また、第１シールド３と第２シールド４との間に誘電体５が挿入されているため、デカ
ップリング用コンデンサも形成される。さらには、第１シールド３の第１側板３ｂおよび
第２側板３ｃは、アンテナ２が配置される側の一辺とそれに対向する他辺にそれぞれ設け
られている。
【００９１】
　このため、第１実施形態の場合と同様に、第２実施形態による電磁シールド構造２１に
おいても、シールド機能およびデカップリング機能が得られ、無線装置に搭載されたＬＳ
Ｉ１０２から発生するノイズの抑制およびアンテナ２へのノイズの混入抑制に対して、遺
憾なく効果を発揮する。
【００９２】
　（第３実施形態）
　その他の実施の形態として、第２シールド４を２分割構造としないで、一体化構造とし
ても良い。
【００９３】
　図４は、本発明の第３実施形態による電磁シールド構造３１を示しており、図４Ａはそ
の斜視図、図４Ｂはその分解斜視図である。本実施形態では、上述した第１実施形態で説
明した図１および図２の構成と共通する部分に同一符号を付して説明する。
【００９４】
　第３実施形態による電磁シールド構造３１では、第２シールド３２が一体化された構成
を有している。図４Ａおよび図４Ｂに示すように、この電磁シールド構造３１は、第２シ
ールド３２が断面コ字状に形成され、第１実施形態のような間隙Ｇ（図１Ｂ参照）を有し
ない一体化された構成を有する。この実施形態の場合、第２シールド３２の矩形の天板３
２ａの対向する２辺に設けた一対の第１Ｌ型構造部側板３２ｄおよび第２Ｌ型構造部側板
３２ｃは、第１シールド３の第１側板３ｂおよび第２側板３ｃと直交するように配置され
ている。また、上述した第１実施形態の場合と同様に、第１シールド３および第２シール
ド３２間に誘電体５が設けられ、シールド機能およびデカップリング機能が実現されてい
る。
【００９５】
　よって、電磁シールド構造３１では、ＬＳＩ１０２からのノイズの抑制およびアンテナ
２へのノイズの混入抑制に対し効果的となる。
【００９６】
　（第４実施形態）
　さらに、本発明による電磁シールド構造は、電磁シールド機能だけを利用して、ＬＳＩ
から放射する電磁ノイズの抑制、および無線装置のアンテナへ混入するノイズの抑制を行
っても良い。
【００９７】
　図５は、電磁シールド機能だけを利用した第４実施形態の電磁シールド構造４１の一例
を示しており、図５Ａはその斜視図、図５Ｂはその側面図である。本実施形態では、第１
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実施形態で説明した図１および図２の構成と共通する部分に同一符号を付して説明する。
【００９８】
　この電磁シールド構造４１は、上述した第１実施形態のような第２シールド４（図１Ｂ
参照）を取り除き、グランド層１０７に接地されるシールド４２のみで構成したものであ
り、部品の簡略化が図られている。
【００９９】
　シールド４２の矩形の天板４２ａには、アンテナが位置する側の一辺に矩形の第１側板
４２ｄが一体形成されているとともに、当該一辺に対向する他辺に矩形の第２側板４２ｃ
が一体的に形成されている。これによりシールド４２は、第１側板４２ｄおよび第２側板
４２ｃによってアンテナ２へ混入するノイズの抑制が得られる。
【０１００】
　このように、図５Ａおよび図５Ｂに示したような１重のシールド構成でも、シールド４
２によってＬＳＩ１０２による放射ノイズの抑制ができることに加え、シールド４２の最
適化によってアンテナ２への混入ノイズの抑制が実現でき、無線装置のシールド構成とし
て効果を発揮するようになる。
【０１０１】
　（他の実施形態）
　上記第１～４実施形態は、本発明の好適な例を示すものである。したがって、本発明は
これらの実施形態に限定されず、例えば、電磁シールド構造は、ＬＳＩのほかにモジュー
ルなどの一般的なノイズ放射源に対して適用してもよく、種々の変形が可能なことは言う
までもない。
【０１０２】
　この出願は、２００８年２月２８日に出願された日本出願特願２００８－０４８８８８
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明は電磁ノイズが発生する高周波機器の電磁シールドとして広く適用することがで
きる。
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